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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Side-
cooler mit einem Wärmetauscher zur Anordnung neben ei-
nem Schrank für elektronische Komponenten, mit einer rah-
menartigen Grundstruktur mit Seitenflächen, deren Ausdeh-
nungen im Wesentlichen der des Schranks für elektroni-
sche Komponenten entspricht, wobei innerhalb des Sideco-
olers wenigstens zwei flächige Wärmetauscher angeordnet
sind, deren Gesamtfläche wenigstens 170%, vorzugsweise
180%, besonders vorzugsweise wenigstens 190% der Sei-
tenfläche der Grundstruktur des Sidecoolers entspricht, so-
wie wenigstens einer Zuflussleitung für kaltes Kühlfluid zu
den Wärmetauschern und wenigstens einer Abflussleitung
für erwärmtes Kühlfluid von den Wärmetauschern, und ei-
nem Steuerungsmodul zum Steuern/Regeln des Betriebs
der Wärmetauscher innerhalb des Sidecoolers. Des Wei-
teren betrifft die Erfindung ein System aus einem Server-
schrank mit einem oder zwei derartiger Sidecooler.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft eine Kühleinrichtung mit
einem Wärmetauscher zur Anordnung neben einem
Schrank für elektronische Komponenten. Derartige
Kühleinrichtungen werden branchenüblich als soge-
nannte Sidecooler bezeichnet und dienen dazu, die in
Serverschränken oder ähnlichem anfallende warme
Abluft soweit abzukühlen, dass sie entweder als Kalt-
luft wieder in den Serverschrank zugeführt oder aber
aus dem Warmraum abgeleitet werden kann. Sideco-
oler dieser Art werden im Wesentlichen direkt neben
und angrenzend an wenigstens einen Serverschrank
aufgestellt und werden sowohl mit der warmen Abluft
aus dem wenigstens einen Serverschrank als auch
mit einem fluiden Kühlmittel für den Wärmetauscher
gespeist.

Hintergrund der Erfindung

[0002] Elektronische Komponenten für die Daten-
verarbeitung erfordern eine Kühlung, die mit steigen-
der Rechenleistung für immer höhere Wärmelasten
ausgelegt sein muss. Wenn die reine Luftkühlung mit-
tels Konvektion der Umgebungsluft an ihre Grenzen
stößt, besteht eine Möglichkeit zur Steigerung der
Kühlleistung darin, eine Luft-Kältemittel-Kühlung an-
zuwenden. Eine solche Kühlung wird in Schränken
für IT-Komponenten, beispielsweise Serverschrän-
ken oder Schaltschränken, eingesetzt.

[0003] Die DE 10 2012 112 507 B3 beschreibt ei-
ne derartige Vorrichtung mit einer Kühlung, die ein
umlaufendes Kältemittel verwendet. Es ist ein Schalt-
schrank beschrieben, der ein Gehäuse und einen
daran schwenkbar angebrachten Wärmetauscher,
der von einem Kältemittel durchströmt wird, hat. Ein
weiteres elektronisches Gerät mit Luft-Kältemittel-
Kühlung geht aus der DE 41 25 528 C2 hervor.

[0004] Es besteht auf dem Markt der Bedarf nach
Kühlvorrichtungen für Serverschränke oder derglei-
chen, insbesondere in Rechenzentren, in denen eine
Vielzahl von Serverschränken betrieben werden, die
zum einen platzsparend aufgestellt und zum ande-
ren mit hoher Effizienz und Variabilität betrieben wer-
den können. Insbesondere muss bei der Projektie-
rung derartiger Kühlvorrichtungen berücksichtigt wer-
den, dass die Kühlleistung für jeden einzelnen Ser-
verschrank oder eine Gruppe von Serverschränken
gesondert zu betrachten ist. Für jeden einzelnen Ser-
verschrank oder jede einzelne Gruppe von Server-
schränken ist daher eine individuelle Ausgestaltung
der zugeordneten Kühlvorrichtungen gewünscht.

[0005] Des Weiteren soll gewährleistet werden, dass
die eingesetzte Kühlvorrichtung zumindest bis zu ei-
nem vorab festgelegten Grenzwert für die Kühlleis-

tung ohne die Notwendigkeit des Einsatzes von Ven-
tilatoren zur Unterstützung des Luftstroms durch die
elektronischen Komponenten hindurch oder an die-
sen vorbei betrieben werden kann.

Darstellung der Erfindung

[0006] Eine Aufgabe der Erfindung besteht darin, ei-
ne Kühleinrichtung mit einem Wärmetauscher bereit-
zustellen, die bei ausgezeichneter Kühlleistung und
Raumausnutzung eine energetisch verbesserte Be-
triebsweise sowie eine flexiblere Ausgestaltung der
Anlagenkomponenten zur Verfügung stellt.

[0007] Gelöst wird die Aufgabe mit einem Sidecoo-
ler mit den Merkmalen des Anspruchs 1 sowie mit ei-
nem System mit den Merkmalen der Ansprüche 19
und/oder 20. Vorteilhafte Weiterbildungen folgen aus
den Unteransprüchen, der folgenden Darstellung der
Erfindung sowie der Beschreibung bevorzugter Aus-
führungsbeispiele.

[0008] Erfindungsgemäß wird ein sogenannter Si-
decooler zur Verfügung gestellt, der seitlich so ne-
ben dem Schrank für elektronische Komponenten,
vorzugsweise dem Serverschrank, angeordnet wird,
dass durch die elektronischen Komponenten er-
wärmte Luft im Wesentlichen vollständig durch den
Sidecooler und die hierin angeordneten Wärmetau-
scher geführt wird, um die Warmluft wieder auf ein
vorab festgelegtes Temperaturmaß abzukühlen.

[0009] Der erfindungsgemäße Sidecooler weist da-
bei eine rahmenartige Grundstruktur auf, die entwe-
der im Wesentlichen offen oder aber mit geschlosse-
nen Flächen, insbesondere geschlossenen Seitenflä-
chen, ausgestaltet ist. Bevorzugt wird eine Rahmen-
struktur, die an ihrer Oberseite und ihrer Rückseite
geschlossen ist und an der Seitenfläche oder an den
Seitenflächen, mit der der erfindungsgemäße Side-
cooler neben einem Schrank für elektronische Kom-
ponenten angeordnet ist, im Wesentlichen offen aus-
gestaltet ist. Ebenso sind Sidecooler vom erfindungs-
gemäßem Gedanken umfasst, die in ihren im We-
sentlichen geschlossenen Seitenflächen Durchtritts-
öffnungen für die Warmluft aus dem Schrank für elek-
tronische Komponenten aufweisen.

[0010] Innerhalb des erfindungsgemäßen Sidecoo-
lers sind wenigstens zwei flächige Wärmetauscher
angeordnet, deren Gesamtfläche wenigstens 170%,
vorzugsweise 180%, besonders vorzugsweise we-
nigstens 190% einer Seitenfläche der Grundstruktur
des Sidecoolers entspricht. Es wird somit ein Sideco-
oler zur Verfügung gestellt, bei dem abhängig von der
Baugröße des Sidecoolers selbst eine größtmögliche
Wirkfläche für den oder die flächigen Wärmetauscher
bereitgestellt wird.
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[0011] Besonders bevorzugt wird in diesem Zusam-
menhang, wenn zwei flächige Wärmetauscher im
Wesentlichen in der Form eines umgedrehten „V” mit
einem spitzen Winkel von wenigstens 5°, vorzugswei-
se von wenigstens 10°, zueinander innerhalb des Si-
decoolers angeordnet sind. Eine solche V-Form wird
im erfindungsgemäßen Sinne auch erreicht, wenn
sich die oberen Kanten der zwei zueinander benach-
barten flächigen Wärmetauscher nicht berühren, son-
dern eine Anordnung gewählt ist, bei der der Abstand
der oberen Abschlusskanten der beiden Wärmetau-
scher zueinander kleiner als der Abstand der unte-
ren Abschlusskanten der beiden Wärmetauscher ist.
Hierdurch wird eine Bauform ermöglicht; in der der
Bauraum des Sidecoolers optimal ausgenutzt wird
und zugleich eine maximale Wirkfläche für die Wär-
metauscher innerhalb des erfindungsgemäßen Si-
decoolers zur Verfügung gestellt wird. Zudem wird
durch eine symmetrische Anordnung der Wärmetau-
scher, vorzugsweise in der beschriebenen V-Form,
die Anzahl der zentral angeordneten Abflussleitun-
gen reduzierbar.

[0012] Erfindungsgemäß weist der Sidecooler zu-
dem eine Zuflussleitung für kaltes Kühlfluid zu den
Wärmetauschern und wenigsten eine Abflussleitung
für erwärmtes Kühlfluid von den Wärmetauschern so-
wie ein Steuerungsmodul zum Steuern und/oder Re-
geln des Betriebs der Wärmetauscher innerhalb des
Sidecoolers auf.

[0013] Eine besonders platzsparende und einfache
Bauweise des erfindungsgemäßen Sidecoolers wird
dann erreicht, wenn sowohl die Zuflussleitung als
auch die Abflussleitung zentral innerhalb des Sideco-
olers und zwischen den flächigen Wärmetauschern
angeordnet ist, bei der oben beschriebenen V-Form
bevorzugt im Wesentlichen im unteren Teil des erfin-
dungsgemäßen Sidecoolers.

[0014] Das Modul zum Steuern und/oder Regeln des
Betriebs des Wärmetauschers ist vorzugsweise lös-
bar mit der Grundstruktur des Sidecoolers verbind-
bar, um hierdurch den Austausch der Steuerungsmo-
dule im Bedarfsfall zu vereinfachen. Besonders be-
vorzugt wird, wenn eine Aufnahme für das Steue-
rungsmodul an einer der Stirnseiten des Sidecoolers
angeordnet ist, um hierdurch die Zugänglichkeit zum
Steuerungsmodul zu erleichtern.

[0015] Bevorzugt wird auch, wenn die Grundstruktur
Aufnahmen für einen oder mehrere Ventilatoren auf-
weist, die im Bedarfsfall eingesetzt werden können,
um die Kühlkapazität des Sidecoolers zu erhöhen.
Bevorzugt wird die Bereitstellung von bis zu 6 über-
einander angeordneten Ventilatoren-Einschüben in
einem Sidecooler mit Standardmaßen mit einer Höhe
von 200 oder 220 mm und einer Tiefe von 80, 100
oder 120 mm.

[0016] Wie eingangs bereits erwähnt, kann beim
Einsatz des erfindungsgemäßen Sidecoolers bis zu
einer vorab festgelegten Kühlleistung von 25 bis 30
kW, vorzugsweise 26 bis 28 kW, auf die Verwendung
von Ventilatoren innerhalb des Sidecoolers verzich-
tet werden. Insbesondere dann, wenn die Gesamt-
fläche der im Sidecooler angeordneten Wärmetau-
scher mehr als 2,5 m2, vorzugsweise 2,6 bis 2,65
m2, beträgt, wird diese Kühlleistung ohne die Not-
wendigkeit eines von Ventilatoren unterstützten Luft-
stroms durch die elektronischen Komponenten hin-
durch und/oder an diesen vorbei gewährleistet.

[0017] Bevorzugt wird in diesem Zusammenhang ei-
ne Ausführungsform, bei der der luftseitige Druck-
verlust innerhalb des Sidecoolers bei einem Luftvo-
lumenstrom von mehr als 7000 m3/h, vorzugsweise
von mehr als 7300 m3/h, < 80 Pa, vorzugsweise < 78
Pa, beträgt. Hierdurch wird ein Sidecooler zur Ver-
fügung gestellt, der energetisch besonders effizient
betreibbar ist und darüber hinaus auch aufgrund des
Umstands, dass keine Ventilatoren verwendet wer-
den müssen, besonders geräuscharm betrieben wer-
den kann.

[0018] Die Zuflusstemperatur für das Kühlfluid zu
den Wärmetauschern innerhalb des erfindungsge-
mäßen Sidecoolers kann dabei bei einer Zulufttem-
peratur zu den elektronischen Komponenten von bis
zu 25°C kleiner oder gleich 19°C betragen. Eine wei-
tere Abkühlung des zu den Wärmetauschern zuge-
führten Kühlfluids ist unter diesen Rahmenbedingun-
gen nicht erforderlich, wodurch die energiesparende
Betriebsweise des erfindungsgemäßen Sidecoolers
weiter unterstützt wird.

[0019] In diesem Zusammenhang ist auch erwäh-
nenswert, dass die Zuflusstemperatur für das Kühlflu-
id zu den Wärmetauschern bei einer zu erwartenden
Wärmelast von bis zu 15 kW auf bis zu 21°C anheb-
bar ist, ohne dabei die in den einschlägigen Industrie-
standards geforderten Grenzwerte zu verletzen.

[0020] Die Kühleinrichtung hat einen Wärmetau-
scher und vorzugsweise einen Spritzschutz, der
wenigstens eine luftdurchlässige Abschirmung, bei-
spielsweise aus einem porösen Kunststoff, aufweist.
Die Abschirmung dient dazu, Spritzwasser, das vom
Wärmetauscher und/oder anderen Komponenten der
Kühleinrichtung kommt, abzufangen und so zu ver-
hindern, dass das Spritzwasser unkontrolliert be-
nachbarte elektronische Komponenten einer etwai-
gen elektronischen Einrichtung erreicht. Der Luftaus-
tausch vom und zum Wärmetauscher soll dabei nicht
oder nur wenig beeinträchtigt sein.

[0021] Der Spritzschutz schirmt auf diese Weise den
Wärmetauscher ab, er befindet sich zwischen dem
Wärmetauscher und etwaigen elektronischen Kom-
ponenten. Damit werden die elektronischen Kompo-
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nenten – oder allgemein die Umgebung des Wärme-
tauschers – vor Spritzwasser geschützt, was zu einer
hohen Betriebssicherheit bei ausgezeichneter Raum-
ausnutzung und Kühlleistung führt.

[0022] Die Abschirmung ist vorzugsweise flächig
ausgebildet ist. Eine für den Schutz elektronischer
Komponenten vor Spritzwasser geeignete Dicke der
Abschirmung liegt im Bereich von 0,5 bis 4 cm, be-
sonders bevorzugt im Bereich von 1 bis 2 cm. Als Di-
cke wird hierbei die Abmessung senkrecht zur flächi-
gen oder im Wesentlichen ebenen Erstreckung der
Abschirmung verstanden.

[0023] Der Wärmetauscher ist erfindungsgemäß flä-
chig, vorzugsweise plattenförmig, ausgebildet. Hier-
bei können eine oder mehrere Platten vorgesehen
sein, zwischen denen die zu kühlende Luft zirkulieren
kann. Vorzugsweise ist die Abschirmung oder sind
die Abschirmungen parallel zum Wärmetauscher an-
geordnet, wodurch eine optimale Spritzwasser-Ab-
schirmung erzielt wird, ohne dass sich die Abmes-
sungen des Wärmetauschers durch den Spritzschutz
wesentlich erhöhen. In besonderen Fällen kann es
günstig sein, den Spritzschutz schräg zum Wärme-
tauscher, in einem bestimmten Winkel dazu anzuord-
nen. Der Wärmetauscher ist vorzugsweise aus Kup-
fer und/oder Aluminium gefertigt, weist vorzugsweise
Lamellen auf und ist vorzugweise einfach ausbaubar,
für Wartungsarbeiten oder eine eventuelle Reparatur.

[0024] Vorzugsweise weist der Spritzschutz einen
Rahmen auf, in den die eine oder die mehreren Ab-
schirmungen eingespannt sind, wodurch die Handha-
bung und die Montage der Abschirmung vereinfacht
werden. Gemäß einer besonders bevorzugten Aus-
führungsform ist der Rahmen lösbar mit dem Wär-
metauscher verbindbar. Damit vereinfacht sich die
Wartung der Kühleinrichtung, insbesondere der Aus-
tausch der Abschirmung. Zu diesem Zweck weist
der Wärmetauscher vorzugsweise ein oder mehrere
Schienen auf, etwa im U-Profil geschnitten, in die der
Rahmen eingeschoben werden kann.

[0025] Der Rahmen und/oder die Schienen sind vor-
zugsweise zum Teil, besonders bevorzugt im unteren
Bereich, gelocht, damit das anfallende Wasser abge-
schieden werden kann.

[0026] Die Abschirmung selbst kann auf verschiede
Weise hergestellt sein, etwa als ein Lamellengitter
und/oder Filter, vorzugsweise mittels eines porösen
Materials. Eine Lage aus porösem Kunststoff kann
ebenso zur Anwendung kommen, wie ein Lamellen-
gitter, eine Filtermatte, geschäumter Werkstoff, Ge-
wirk, etwa Gewebe oder Vlies usw.. Geeignete Ma-
terialien sind Kunststoff, Glasfaser, Metalle, wie etwa
Stahl oder Aluminium. Die Abschirmung kann auch
durch ein speziell geformtes Blech realisiert sein, et-
wa ein Kiemenblech oder Blech, welches durch seine

Form geeignet ist, Spritzwasser abzuleiten ohne auf
die elektronischen Komponenten spritzen zu können.
Besonders bevorzugt kommt geschäumter Werkstoff
zum Einsatz, der leicht, luftdurchlässig und kosten-
günstig ist.

[0027] Die Kühleinrichtung ist vorzugsweise eine
Luft-Wasser-Kühlung, d. h. der Wärmetauscher und
etwaige Rohre und andere Komponenten der Küh-
leinrichtung werden mit Wasser als Kühlfluid durch-
strömt. Mit der Bezeichnung ”Luft-Wasser-Kühlung”
ist jedwede Kühlung umfasst, deren Kühlfluid Was-
ser als Hauptbestandteil aufweist. Bevorzugt kommt
hier ein Wasser/Glykol-Gemisch zum Einsatz, etwa
mit einem Glykolanteil von 35%. Damit wird eine ef-
fektive und kostengünstige Kühlung, die ohne Spezi-
alkältemittel auskommt, bereitgestellt.

[0028] Der erfindungsgemäße Sidecooler dient zur
Kühlung der Abluft aus einem Schrank, in dem elek-
tronische Komponenten betrieben werden, welche
wiederum durch die Komponenten hindurch oder an
diesen vorbei strömende Luft erwärmt. Der Schrank
weist in diesem Fall ein Gehäuse, eine oder mehre-
re darin aufgenommene elektronische Komponenten
und eine Kühleinrichtung, wie sie oben beschrieben
ist, auf.

[0029] Besonders bevorzugt handelt es sich bei der
Vorrichtung um einen IT-Schrank, d. h. einen Schrank
für elektronische Komponenten zur Datenverarbei-
tung, wie etwa Prozessoren, Speichereinrichtungen,
Platinen, Akkus usw. Die Kühleinrichtung dient zum
Abführen der von den elektronischen Komponenten
erzeugten Wärme aus dem Gehäuse. Dazu weist sie
eine Zuleitung zum Einbringen eines Kühlfluids in das
Gehäuse und eine Ableitung zum Abführen des Kühl-
fluids aus dem Gehäuse auf. Die Zuleitung und/oder
Ableitung können teilweise oder vollständig als Rohr
und/oder Schlauch ausgeführt sein.

[0030] Vorzugsweise sind die Zuleitung und/oder die
Ableitung teilweise oder vollständig als Stahlrohr,
Kupferrohr oder Aluminiumrohr gefertigt. Das Gehäu-
se selbst kann aus Metall, Kunststoff, Glas und/oder
mittels anderer Materialien gefertigt sein, es kann zur
äußeren Umgebung hermetisch abgeschlossen oder
auch teilweise offen oder zu öffnen sein. Vorzugs-
weise weist das Gehäuse einen Stahlrahmen auf. Es
können eine oder mehrere Türen vorgesehen sein.
Unterhalb des Wärmetauschers kann eine Konden-
satwanne, etwa aus Edelstahl, vorgesehen sein, um
Kondenswasser aufzufangen. Die Kondensatwanne
kann bevorzugt auch ein tiefgezogenes Kunststoff-
Bauteil sein, besonders bevorzugt aus halogenfreiem
Kunststoff bestehend. Ferner kann das Gehäuse ei-
nen Doppelboden aufweisen und/oder es können ein
oder mehrere Ventilatoren vorgesehen sein, um die
Luftzirkulation im Inneren des Gehäuses zu optimie-
ren.
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[0031] Die Zuleitung tritt an einer Leitungsdurchfüh-
rung, die eine Öffnung in dem Gehäuse ist, in das
Gehäuse ein, die Ableitung tritt vorzugsweise an der-
selben Leitungsdurchführung aus dem Gehäuse aus.
Im Bereich der Leitungsdurchführung ist die Zulei-
tung vorzugsweise in der Ableitung oder die Ab-
leitung vorzugsweise in der Zuleitung vorgesehen.
In anderen Worten: im Bereich der Leitungsdurch-
führung werden die beiden Leitungen vorzugswei-
se ”Rohr-in-Rohr” geführt. Der Bereich der Leitungs-
durchführung umfasst zumindest die Gehäusedicke
an dieser Stelle, d. h. dem Abschnitt, an dem die
Leitungen durch die Gehäusewand geführt werden,
vorzugsweise sind aber auch Abschnitte innerhalb
und außerhalb des Gehäuses, unmittelbar im An-
schluss an die Leitungsdurchführung umfasst. So ist
die Bezeichnung ”Bereich der Leitungsdurchführung”
zu verstehen.

[0032] Indem im Bereich der Leitungsdurchführung
die Zuleitung innerhalb der Ableitung oder die Ab-
leitung innerhalb der Zuleitung vorgesehen ist, wird
Bauraum eingespart, der etwa den elektronischen
Komponenten zugutekommt. Darüber hinaus isoliert
die äußere Leitung die innere Leitung, wodurch die
Raumersparnis und die Isolation auf synergetische
Weise miteinander kombiniert werden. Auf eine zu-
sätzliche Isolation kann gegebenenfalls verzichtet
werden. Insbesondere können die beiden Leitungen
dünnwandig ausgeführt werden. Eine weitere techni-
sche Wirkung der hier dargestellten Rohr-in-Rohr-Lö-
sung besteht darin, dass die Bildung von Kondens-
wasser reduziert, zumindest aber an eine Stelle ver-
schoben wird, die tendenziell weiter im Inneren des
Gehäuses liegt, als im Falle getrennter Zu- und Ab-
leitung. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn
die Zuleitung in der Ableitung vorgesehen ist. Denn
dann isoliert der warme Ablaufstrom den kalten Zu-
laufstrom, der beim Eintritt ins Gehäuse somit nicht
unmittelbar auf die warme Atmosphäre im Inneren
des Gehäuses trifft. Die Bildung von Kondenswas-
ser wird verringert und weiter ins Innere verscho-
ben, wo es etwa kontrolliert abgeführt werden kann
und/oder in den Bereich des Spritzschutzes gelangt.
In anderen Worten: der Rohr-in-Rohr-Abschnitt er-
möglicht zusammen mit dem Spritzschutz eine Ver-
besserung der Kondenswasser-Kontrolle. Damit kön-
nen das Gehäuse im Bereich der Leitungsdurchfüh-
rung und die elektronischen Komponenten besser vor
Kondenswasser geschützt werden, wodurch die Be-
triebssicherheit der Vorrichtung verbessert wird.

[0033] Die Zuleitung und/oder die Ableitung sind vor-
zugsweise luftdicht in der Leitungsdurchführung vor-
gesehen, so dass keine Luft zwischen dem Inne-
ren und Äußeren des Gehäuses durch die Leitungs-
durchführung ausgetauscht werden kann. In anderen
Worten: an der Leitungsdurchführung liegt eine luft-
dichte Abschottung zum Gehäuseinneren vor. Damit
wird verhindert, dass Feuchtigkeit und Luft an der Lei-

tungsdurchführung Schäden, wie etwa Korrosion, an-
richten. Mit der Rohr-in-Rohr-Lösung lässt sich die
luftdichte Abschottung besonders einfach und dauer-
haft realisieren, da das Gehäuse nur gegen den äu-
ßeren Querschnitt der beiden Leitungen abzudichten
ist.

[0034] Wenngleich die Erfindung besonders bevor-
zugt im Bereich von IT-Schränken zum Einsatz
kommt, eignet sie sich auch für andere elektronische
Einrichtungen, die ein Gehäuse und darin aufgenom-
mene elektronische Komponenten, die eine effekti-
ve Kühlung erfordern, aufweisen oder andere Ein-
richtungen, die eine effektive Kühlung unter einge-
schränkten Platzverhältnissen erfordern.

[0035] Weitere Vorteile und Merkmale der vorlie-
genden Erfindung sind aus der folgenden Beschrei-
bung bevorzugter Ausführungsbeispiele ersichtlich.
Die dort beschriebenen Merkmale können alleinste-
hend oder in Kombination mit einem oder mehre-
ren der oben dargelegten Merkmale umgesetzt wer-
den, insofern sich die Merkmale nicht widersprechen.
Die folgende Beschreibung der bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispiele erfolgt dabei unter Bezugnahme auf
die begleitenden Zeichnungen.

Kurze Beschreibung der Figuren

[0036] Fig. 1 zeigt eine Explosionsdarstellung eines
erfindungsgemäßen Sidecoolers.

[0037] Fig. 2 zeigt eine Draufsicht auf einen erfin-
dungsgemäßen Sidecooler.

[0038] Fig. 3a zeigt schematisch die Luftzirkulation
in einem erfindungsgemäßen System mit geschlos-
sener Kühlarchitektur.

[0039] Fig. 3b zeigt schematisch die Luftzirkulation
in einem erfindungsgemäßen System mit hybrider
Kühlarchitektur.

Detaillierte Beschreibung
bevorzugter Ausführungsbeispiele

[0040] Im Folgenden werden bevorzugte Ausfüh-
rungsbeispiele anhand der Figuren beschrieben. Da-
bei sind gleiche, ähnliche oder gleichwirkende Ele-
mente in den Figuren mit identischen Bezugszeichen
versehen, und auf eine wiederholende Beschreibung
dieser Elemente wird teilweise verzichtet, um Redun-
danzen zu vermeiden.

[0041] Die Fig. 1 zeigt eine explosionsartige Darstel-
lung eines erfindungsgemäßen Sidecoolers 1, der ei-
ne rahmenartige Grundstruktur 2 aufweist, bei der die
obere Fläche im Wesentlichen abgedeckt ist. An der
Stirnseite 3 des Sidecoolers 1 ist ein Regelungsmo-
dul 4 zum Regeln des Betriebs der flächigen Wärme-
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tauscher 4a, 4b innerhalb des Sidecoolers 1 vorge-
sehen. Durch die Unterseite des Sidecoolers 1 ver-
laufen eine Zuflussleitung 5 sowie eine Abflussleitung
6, die konzentrisch ineinander angeordnet durch die
Unterseite des Sidecoolers 1 hindurchgeführt werden
und die Wärmetauscher 4a, 4b verbinden. Die Wär-
metauscher 4a, 4b sind als flächige Elemente ausge-
führt, wobei deren Flächenausdehnung sowohl in ih-
rer Höhe als auch Breite im Wesentlichen einer Sei-
tenfläche 7 der Grundstruktur 2 des Sidecoolers 1
entspricht. Die Stirnseite 3 des Sidecoolers 1 weist
darüber hinaus Aufnahmen für sechs Ventilatoren 8
auf, die übereinander angeordnet mit der im Wesent-
lichen rahmenartigen Grundstruktur 2 des Sidecoo-
lers 1 verbindbar sind.

[0042] Fig. 2 zeigt eine stirnseitige Draufsicht auf
einen erfindungsgemäßen Sidecooler 1, wobei die
Wärmetauscher 4a, 4b in Form eines umgedrehten
„V” innerhalb der Grundstruktur 2 des Sidecoolers
1 angeordnet sind. Die beiden Wärmetauscher 4a,
4b spannen in der dargestellten Ausführungsform ei-
nen spitzen Winkel von etwa 5° zwischeneinander
auf. An den Oberkanten der Wärmetauscher 4a, 4b
sind Anschlussstutzen 14 für die (nicht dargestellten)
Abflussleitungen angeordnet. Im Bereich der unteren
Kanten der Wärmetauscher 4a, 4b sind wiederum Zu-
flussleitungen 5 für die Kühlfluid-Zufuhr in die jewei-
ligen Wärmetauscher 4a, 4b angeordnet. Die Wär-
metauscher 4a, 4b sind des Weiteren an ihren zur
Grundstruktur 2 des Sidecoolers 1 zugeordneten Flä-
che mit einem flächigen Spritzschutz 9 überdeckt,
durch den verhindert werden kann, dass etwaige Le-
ckagen innerhalb der Zufuhrleitungen 5 der Abfluss-
leitungen 6 und/oder der Wärmetauscher 4a, 4b zu
einem Austreten von Kühlfluid in die seitlich an dem
Sidecooler 1 angeordneten Serverschränke führen.

[0043] Fig. 3a zeigt eine Anordnung eines erfin-
dungsgemäßen Sidecoolers 1 zwischen zwei Ser-
verschränken 10a, 10b, wobei eine sogenannte „ge-
schlossene” Kühlarchitektur zur Verfügung gestellt
wird. Dies bedeutet, dass die in den Serverschränken
10a, 10b erwärmte Luft, dargestellt durch die Pfei-
le 11, durch die Wärmetauscher 4a, 4b hindurchtritt
und in diesen soweit abgekühlt wird, dass die gekühl-
te Luft, dargestellt durch die Pfeile 12, im unteren
Bereich des Sidecoolers 1 austritt und direkt wieder
zu den Serverschränken 10a, 10b zugeführt werden
kann. Die Speisung dieser geschlossenen Kühlar-
chitektur mit Umgebungsluft ist somit zumindest aus
Gründen der Wärmebilanz nicht erforderlich.

[0044] Fig. 3b zeigt ebenso wie Fig. 3a die Anord-
nung eines erfindungsgemäßen Sidecoolers 1 zwi-
schen zwei Serverschränken 10a, 10b. Wiederum
tritt, wie dies in Fig. 3a gezeigt ist, die Warmluft nach
Erwärmung in den Serverschränken 10a, 10b, darge-
stellt durch die Pfeile 11, durch die Seitenflächen 7
des Sidecoolers 1 hindurch auf die Wärmetauscher

4a, 4b und wird nach dem Durchtritt durch die Wär-
metauscher 4a, 4b als Kaltluft, dargestellt durch die
Pfeile 12, aus dem Sidecooler 1 abgezogen. In die-
ser „hybriden” Kühlarchitektur wird anders als in der
Kühlarchitektur gemäß Fig. 3a die Kaltluft 12 jedoch
gänzlich abgeführt, die Kühlung der Serverschränke
10a, 10b erfolgt in dieser Ausführungsform durch Zu-
fuhr von Frischluft, dargestellt durch die Pfeile 13, von
außen.

[0045] Soweit anwendbar, können alle einzelnen
Merkmale, die in den Ausführungsbeispielen darge-
stellt sind, miteinander kombiniert und/oder ausge-
tauscht werden, ohne den Bereich der Erfindung zu
verlassen.

Bezugszeichenliste

1 Sidecooler
2 Grundstruktur
3 Stirnseite
4 Steuerungsmodul
4a, 4b Wärmetauscher
5 Zuflussleitung
6 Abflussleitung
7 Seitenfläche der Grundstruktur
8 Ventilatoren
9 Spritzschutz
10a, 10b Serverschränke
11 Warmluft
12 Kaltluft
13 Frischluft
14 Anschlussstutzen



DE 10 2016 201 723 A1    2017.08.10

7/12

ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 102012112507 B3 [0003]
- DE 4125528 C2 [0003]
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Patentansprüche

1.  Sidecooler (1) mit einem Wärmetauscher zur An-
ordnung neben einem Schrank (10) für elektronische
Komponenten, mit einer rahmenartigen Grundstruk-
tur (2) mit Seitenflächen (7), deren Ausdehnungen im
Wesentlichen der des Schranks (10) für elektronische
Komponenten entspricht, wobei
– innerhalb des Sidecoolers (1) wenigstens zwei flä-
chige Wärmetauscher (4a, 4b) angeordnet sind, de-
ren Gesamtfläche wenigstens 170%, vorzugsweise
180%, besonders vorzugsweise wenigstens 190% ei-
ner Seitenfläche (7) der Grundstruktur (2) des Side-
coolers (1) entspricht,
– sowie wenigstens einer Zuflussleitung (5) für kaltes
Kühlfluid zu den Wärmetauschern (4a, 4b) und we-
nigstens einer Abflussleitung (6) für erwärmtes Kühl-
fluid von den Wärmetauschern (4a, 4b), und
– einem Steuerungsmodul (4) zum Steuern/Regeln
des Betriebs der Wärmetauscher (4a. 4b) innerhalb
des Sidecoolers (1).

2.  Sidecooler (1) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Wärmetauscher (4a, 4b)
in einem spitzen Winkel von wenigstens 5 Grad,
vorzugsweise von wenigstens 10 Grad, zueinander
V-förmig innerhalb des Sidecoolers (1) angeordnet
sind.

3.  Sidecooler (1) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Wärmetauscher (4a, 4b)
flächig mit einem Spritzschutz (9) zur Verhinderung
des Auftreffens von Kühlfluid auf die elektronischen
Komponenten innerhalb des Schranks (10) versehen
sind.

4.  Sidecooler (1) nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Spritzschutz (9) einen Rah-
men aufweist, in den eine oder mehreren Abschir-
mungen eingespannt sind.

5.  Sidecooler (1) nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Rahmen lösbar mit dem
Wärmetauscher (4a, 4b) verbindbar ist.

6.  Sidecooler (1) nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass jeder Wärmetauscher (4a, 4b)
ein oder mehrere Schienen aufweist, vorzugsweise
U-Profile, in die der Rahmen einschiebbar ist.

7.  Sidecooler (1) nach einem der vorhergehen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Spritz-
schutz (9) ein Blech und/oder ein Lamellengitter und/
oder ein Gewirk und/oder einen Filter, vorzugsweise
aus einem porösen Material, aufweist.

8.  Sidecooler (1) nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Spritzschutz (9) aus ge-
schäumten Werkstoff gefertigt ist.

9.  Sidecooler (1) nach einem der voranstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Zu-
flussleitung (5) für kaltes Kühlfluid und die Abflusslei-
tung (6) für erwärmtes Kühlfluid ineinander, vorzugs-
weise konzentrisch zueinander, durch die Grund-
struktur (2) hindurch in den Sidecooler (1) geführt
sind.

10.    Sidecooler (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Kühlfluid Wasser als Hauptkomponente auf-
weist und vorzugsweise aus einem Wasser/Glykol-
Gemisch besteht.

11.   Sidecooler (1) nach einem der voranstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Wärmetauscher (4a, 4b) eine Kühlleistung von 25 bis
30 kW, vorzugsweise 26 bis 28 kW, besonders be-
vorzugt ohne Verwendung von Ventilatoren (8) inner-
halb des Sidecoolers (1), bereitstellen, insbesondere
bei einer Gesamtfläche der Wärmetauscher (4a, 4b)
von mehr als 2,5 m2, vorzugsweise von 2,6 m2 bis 2,
65 m2.

12.  Sidecooler (1) nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der luftseitige Druckverlust bei
einem Luftvolumenstrom von mehr als 7.000 m3/h,
vorzugsweise von mehr als 7.300 m3/h, kleiner 80 Pa,
vorzugsweise kleiner oder gleich 78 Pa, beträgt.

13.   Sidecooler (1) nach einem der voranstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Zuflusstemperatur für das Kühlfluid zu den Wärme-
tauschern (4a, 4b) bei einer Zulufttemperatur zu den
elektronischen Komponenten von bis zu 25 Grad Cel-
sius ≤ 19 Grad Celsius betragen kann.

14.  Sidecooler (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
12, dadurch gekennzeichnet, dass die Zuflusstem-
peratur für das Kühlfluid zu den Wärmetauschern (4a,
4b) bei einer Wärmelast von bis zu 15 kW auf bis zu
21 Grad Celsius anhebbar ist.

15.  Sidecooler (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
13, dadurch gekennzeichnet, dass die Grundstruk-
tur (2) vorzugsweise stirnseitig angeordnete Aufnah-
men für einen oder mehrere Ventilatoren (8), vor-
zugsweise bis zu 6 übereinander angeordnete Venti-
latoren (8), aufweist.

16.   Sidecooler (1) nach einem der voranstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Grundstruktur (2) rahmenartig ohne geschlossene
Seitenwände (7) ausgeführt ist.

17.  Sidecooler (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
15, dadurch gekennzeichnet, dass die Grundstruk-
tur (2) schrankartig mit geschlossenen Seitenwänden
(7) ausgeführt ist.
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18.  System aus einem Sidecooler (1) gemäß einem
der voranstehenden Ansprüche sowie wenigstens ei-
nem Schrank (10) zur Aufnahme elektronischer Kom-
ponenten, dadurch gekennzeichnet, dass der Si-
decooler (1) direkt neben dem wenigstens einen
Schrank (10) angeordnet ist und in Wirkverbindung
mit dem Warmluftaustritt aus dem Schrank (10) steht.

19.  System aus einem Sidecooler (1) gemäß einem
der Ansprüche 1 bis 17 und zwei Schränken (10a,
10b) zur Aufnahme elektronischer Komponenten, da-
durch gekennzeichnet, dass der Sidecooler (1) di-
rekt zwischen den zwei Schränken (10a, 10b) ange-
ordnet ist und in Wirkverbindung mit dem Warmluft-
austritt aus beiden Schränken (10a, 10b) steht.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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